
CMP관한 연구는 현재 XXX회사와 진행 중이며, 당사에서는 테스트 결과 및 자료를 보관 중 입니다.

관련 자료

1. 반도체 공정 SLURRY DISPERSION

2. CMP PAD CLEANING MECHANIXM

3. OPTIMAL ULTRASONIC FREQUENCY

이에 대한 자료를 원하시면 다음의 담당자에게 연락을 바랍니다.

조승인 부장 UL-Tech@UL-Tech.com

연락처: 031-455-4603 / 031-455-4604(Fax)

초음파를 통하여 보다 나은 생활을

위한 제품 개발

삼성SDI 벤쳐

http://www.ul-tech.com

.com (주)울택
UL-Tech

CMP PAD & DISPERSION


